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Opfindelsen - angdr en fremgangsmade ved metallisering af
ikke-ledende overflader ved hvilken man p& overfladen anbrin-
ger en oplgsning af et nitrogenholdigt palladiumkompleks,
hvorpa kompleksforbindelsen sgnderdeles ved indvirkning af

et reduktionsmiddel, og et metalovertrzk derefter udskilles
strgmlgst, og dette eventuelt forstarkes galvanisk.

Metalliseringen af isar ikke-ledende overflader kraver som
bekendt en forbehandling, hvortil der allerede kendes for-

skellige fremgangsmader.

Siledes behandles deres overflader efter bejdsningen med chrom=
svovlsyre med oplgsninger af palladiumchlorid, platinchlorid
eller guldchlorid og derpd med en reduktionsoplgsning, som

reducerer adelmetalionerne til metal.

Ifglge en anden fremgangsmdde anvendes kolloide adelmetalop-
lgsninger, som katalyserer overfladerne direkte uden efter-

fglgende reduktion.

P& de pd denne méde katalyserede overflader kan der derefter
ved yderligere behandling med metalsaltoplgsninger og indvirk-
ning af et reduktionsmiddel ved strdmlgs metallisering ud-
skilles fastilzbende metalovertrak.

Denne fremgangsmide til metallisering tjener i overvejende
grad til fremstilling af trykte kredslgb og dielektriske bare-
re og er derfor af stor betydning for elektroindustrien.

En ulempe ved de kendte metoder er dog,f.eks. at palladium=
chloridoplgsninger bliver dekomponeret i nervarelse af kob-
ber under udskillelse af palladium. S&danne oplgsninger egner
sig derfor kun til aktivering af kobbermetalfrit baremate-
riale - s&kaldt ukacheret materiale - dog ikke til kobberbe-

lagte berematerialer.
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Aktiveringsoplgsninger, som bdde indeholder adelmetalsaltet
og reduktionciiidlet, udviser pd den anden side den ulempe,

at de bevirker en sarlig fglsomhed over for fremmedioner og
andre forureninger, som kan fgre til en irreversibel koagule-
ring af =delmetallet.

I dansk patentansggning nr. 6689/67 beskrives allerede en
fremgangsmade til fremstilling af katalytiske stoffer til
den kemiske metallisering, ved hvilken der til disse stoffer
sazttes forbindelser af metaller i form af chelatforbindelser.
Her drejer det sig bla.a. om nitrogenholdige palladiumkom-
plekser, f.eks. af palladiumchlorid og triethylentetramin,
som dog har den ulempe, at der ved anvendelsen heraf til
fremstilling af trykte kredslgb kun opnds en utilfredsstil-
lende metallisering, specielt af borehuller i hertil ngdven-

dige lederplader.

Formilet med opfindelsen er at angive en fremgangsmide ved

metallisering af ikke-ledende overflader og af den i krav 1's
indledning aagivne art under anvendelse af en stabil aktive-
ringsoplgsning, som ikke har tilbgjelighed til udfaldning af
adelmetallet i n®rverelse af kobbermetal og ikke &dle metal-
ler, og som er ufglsom over for fremmedioner og andre foru-
reninger og muligggr en, sammenlignet med den fra dansk pa-
tentansggning nr. 6689/67 kendte teknik, mere tilfredsstil-
lende strgmlgs metallisering af de navnte ikke-ledende over-
flader, specielt borehuller i lederplader for trykte kreds-
1gb.

Formélet opnds ved fremgangsmiden ifglge opfindelsen, som er
kendetegnet ved, at man pd overfladen anbringer en vandig
oplgsning af det nitrogenholdige palladiumkompleks, som be-
stdr af dichlor-bis-(2-aminopyridin)-palladium-(II) og/eller
dichlor-tetrakis- (2-aminopyridin)-palladium-(II) i en koncen-
tration fra 0,05 g/1 beregnet pad palladium, til opl@gseligheds-
gransen, fortrinsvis 0,1-1 g/l, samt eventuelt sojaprotein
eller polyethylenimin i en koncentration fra 0,0L g/l til op-
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lgselighedsgrensen for den pégzldende forbindelse.

Det har vist sig sarlig fordelagtigt, n&r oplgsningen til
forggelse af adsorptionen af adelmetalkomplekset p& plast-
stoffet endvidere indeholder sojaprotein eller polyethyleni=
min, i en koncentration p& fra 0,01 g/liter - til oplgselig-

hedsgransen.

Fremstillingen af kompleksforbindelserne, som skal anvendes
ifglge opfindelsen, kan ske pd i og for sig kendt m&de sdsom
beskrevet i de fglgende eksempler.

Komplekser med palladium

Dichlor—bis-(2—aminopyridin)—palladium—(II) [Pd (C5H4N—NH2)=

2C12] eller dichlor-tetrakis-(2-aminopyridin)-palladium-(II)

(P4 (C5H4N—NH2)4C12)) dannes ved forening af en koncentreret

vandig oplgsning af K2PdCl4 med 2 eller 4 mol 2-aminopyridin.
Disse komplekser foreligger ogs& i vandig oplgsning af 2—ami=
nopyridin med PdClZ.

Anvendelsen af aktiveringsoplgsningen ved fremgangsméden ifgl-
ge opfindelsen sker f.eks. ved simpel dypning af materialet,
der skal aktiveres, i disse oplgsninger ved temperaturer pa
ca. 0 til BOOC, fortrinsvis fra 40 til 60°C. Varigheden af
aktiveringsforlgbet er afhangig af materialet, der skal ak-

tiveres, og kan vare fra ca. 0,5 op til 20 minutter.

Derefter bringes materialerne, der er behandlet med aktive-
ringsoplgsningerne, i en reduktionsoplgsning, som reducerer
palladiummetalionerne £il metal. Som reduktionsmiddel til
dette formdl egner sig isar dimethylaminoboran, natriumbora-

nat, hydrazin og alkalimetalhypophosphit, £f.eks. natrium=
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hypophosphit.

Med oplgsningerne kan plastoverflader pd basis af acrylnitril-
butadien—styren—pplymere (ABS-polymere), polypropylen, epoxid,
glasfiberforstarket epoxid og andre, f.eks. bazreplader af
dette materiale, aktiveres til efterfglgende strgmlgs metal-
lisering. Hvis oplgsningerne endvidere som beskrevet ovenfor
tilsattes vandoplgselige polymere organiske forbindelser,
opndr man endog p& overraskende mide en forggelse af adsorp-
tionen af dette kompleks, der s p& grund af den stgrre af-
finitet over for plast afsattes pi dettes overflade og ikke

pa metallet.

Oplgsningerne der anvendes ved fremgangsmiden ifglge opfindel~
sen egner sig til aktivering af formdele af plast eller isar
af kobberkacheret basismateriale til fremstilling af trykte
kredslgb.

De fglgende eksempler beskriver nogle af aktiveringsopl@gsnin~
gerne der anvendes ved fremgangsm&den ifglge opfindelsen.

Eksempel 1

0,34 g Pdcl2

0,95 g 2-amino-pyridin

' fyldt op til 1 liter vand
pPH i oplgsningen : 6,4
Tilsetning af 0,2 g sojaprotein.

I det fglgende eksempel beskrives aktiveringen af en ikke-

leder under anvendelse af de omhandlede oplgsninger.

Eksempel 2

Som udgangsmateriale tjente kobberkacherede basisplader af
phenolharpikshdrdpapir eller glasfiberforstarket epoxidhar-
piks. Disse plader blev stanset eller boret i overensstemmel-
se med den senere lederdannelse og renset eller bejdset ifgl-
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ge kendte fremgangsméder for at forberede overfladen pd bo-
rehulsinderveggen for adsorptionen af aktivatoren. Efter
grundig skylning i vand blev materialet dyppet 5 min. ved
60°C i en oplgsning med sammensatningen ifglge eksempel 1
skyllet p&ny og udsat 1-3 min. ved 40°C for indvirkningen af
et reduktionsmiddel med tilstrakkeligt hgjt reduktionspoten-
tial, f.eks. en ca. l%'s vandig oplg¢sning af natriumhypophog=
phit eller dimethylaminoboran. Herefter blev der igen skyl-
let i vand og metalliseret strgmlgst p& kendt mdde i et ke-
misk kobberbad. Derved dannes det fra adelmetalkimene ud-
voksende kobberlag, som derefter kan forstarkes galvanisk.

Patentkratv.

1. Fremgangsméde ved metallisering af ikke-ledende overfla-
der ved hvilken man pd overfladen anbringer en oplgsning af
et nitrogenholdigt palladiumkompleks, hvorpé kompleksforbin-
delsen sgnderdeles ved indvirkning af et reduktionsmiddel,

og et metalovertrak derefter udskilles strgmlgst, og dette
eventuelt forstarkes galvanisk, k en detegnet ved,
at man p& overfladen anbringer en vandig oplgsning af det ni-
trogenholdige palladiumkompleks, som bestdr af dichlor-bis-
(2-aminopyridin)-palladium-(II) og/eller dichlor-tetrakis-
(2—aminopyridin)-palladium—(II) i en koncentration fra 0,05
g/liter beregnet p& palladium, til oplgselighedsgransen, for-
trinsvis 0,1-1 g/liter, samt eventuelt sojaprotein eller po=
lyethylenimin 1 en koncentration fra 0,01 g/liter til opleg-
selighedsgraznsen for den pagaldende forbindelse,

2. Fremgangsmide ifglge krav l, kendetegnet ved,
at der som reduktionsmiddel anvendes dimethylaminoboran, na=
triumboranat eller alkalimetalhypophosphit.

Fremdragne publikationer:
DK petentensegning nr. 6689/67 (patent nr. 143288) .,
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